
（単位　円）

組入高 未組入高 摘要

  

前期繰越高 48,263,735,596 46,783,245,053 1,480,490,543 

当期組入対象額  

1． 建物 1,602,182,071 1,501,279,071 100,903,000 未払金

過年度未組入れに係る当期組入れ 75,000,000 △ 75,000,000 借入金返済

過年度未組入れに係る当期組入れ 49,777,200 △ 49,777,200 未払金支払

2． 構築物 159,615,000 102,822,000 56,793,000 未払金

過年度未組入れに係る当期組入れ 12,694,000 △ 12,694,000 未払金支払

3． 教育研究用機器備品 435,618,690 318,486,935 117,131,755 未払金

過年度未組入れに係る当期組入れ 32,163,954 △ 32,163,954 未払金支払

4． 管理用機器備品 1,240,290 1,240,290 

5． 図書 8,356,216 6,154,905 2,201,311 未払金

過年度未組入れに係る当期組入れ 1,535,389 △ 1,535,389 未払金支払
  

6． 車両 6,872,370 6,872,370 

7． 建設仮勘定 745,934,949 552,274,849 193,660,100 未払金

過年度未組入れに係る当期組入れ 34,320,000 △ 34,320,000 未払金支払
  

8． ソフトウェア 39,704,104 39,704,104  

計 2,999,523,690 2,734,325,067 265,198,623 

当期取崩対象額

1． 土地 △ 26,230,031 △ 26,230,031 

2． 建物 △ 42,672,040 △ 42,672,040 

3． 教育研究用機器備品 △ 192,930,244 △ 192,930,244 

4． 管理用機器備品 △ 52,317,436 △ 52,317,436 

5 図書 △ 5,147,188 △ 5,147,188 

6． 車両 △ 11,158,245 △ 11,158,245 

7． 建設仮勘定 △ 870,309,000 △ 870,309,000 

8． ソフトウェア △ 52,407,221 △ 52,407,221 

計 △ 1,253,171,405 △ 1,253,171,405 0 

当期組入額 1,746,352,285 1,481,153,662 265,198,623 

当期末残高 50,010,087,881 48,264,398,715 1,745,689,166 

　第4号基本金

前期繰越高 435,000,000 435,000,000 0 

当期末残高 435,000,000 435,000,000 0 

　合　　　　　　計

前期繰越高 - 47,218,245,053 1,480,490,543 

当期組入高 - 1,481,153,662  

当期末残高 - 48,699,398,715 1,745,689,166 

　第1号基本金

基 本 金 明 細 書
令和 7 年 4月 1 日から

令和 8 年 3月31日まで

事項 要組入高


